
 

 

 

胡志明市國家大學半導體與晶片領域研究生可獲企業學費

補助 

駐胡志明市辦事處教育組 

為回應半導體技術與晶片設計領域對高階專業人力日益迫切之

需求，胡志明市國家大學近日公佈，修讀半導體科技與晶片設計相關

研究所課程之碩、博士生，將有機會獲得企業全額或部分學費補助。 

據了解，一家越南國內企業基於半導體產業發展需求，對於在胡

志明市國家大學體系內攻讀半導體科技及晶片設計相關領域之研究

生提供學費補助，並對其修業進度及科研成果提出明確且嚴謹之要求。 

胡志明市國家大學所屬自然科學大學近日公布 2025 年度研究所

獎學金計畫，該計畫由 CT Group 集團贊助，旨在培育半導體科技與

晶片設計領域之高階專業人才。該獎學金對象為胡志明市國家大學體

系內攻讀研究所課程之碩、博士生，並於標準修業年限內適用。相關

獎學金經費將直接撥付予各培訓單位，用以繳納學費。 

依據規劃，博士生於三年標準修業年限內可獲全額（100%）學費

補助；碩士生則於兩年標準修業期間內獲得 50%學費補助。另對於

2025 年度研究所招生中，符合規定得以直接錄取之學生，將提供全額

學費補助。申請獎學金者不得同時領取胡志明市國家大學或其成員學

校所提供之其他獎學金，並須承諾履行完整之學業責任與修課義務，

確保於規定之標準年限內完成學業（博士三年、碩士兩年）。 

碩士生之申請對象須為 2025 年入學，且就讀半導體科技、晶片

設計或相關專業領域；符合胡志明市國家大學逕行錄取規定者，將優

先納入評選。在科研成果方面，碩士生須至少符合下列條件之一：於 

Web of Science 或 Scopus 收錄之期刊發表或獲接受刊登一篇論文；

或於具審查制度之國際研討會或國外學術期刊發表兩篇論文；或參與

並完成各級科研計畫；或擁有經國內或國際認可之智慧財產權成果或

技術解決方案。 

博士研究生則須為 2024 年或 2025 年入學，且研究主題屬於半導

體科技或晶片設計領域。其科研成果須至少包含三項經  Web of 



 

 

 

Science、Scopus 或同等級資料庫收錄之學術論文或會議論文，其中

至少一篇屬 Q2 （Quartile 2） 等級以上；或擁有於國內或國際獲認

可之專利或智慧財產權成果。 

此外，所有獲補助之研究生均須依校方要求，提供真實、完整且

透明之學習歷程、科研成果及畢業後就業情況相關資訊。該獎學金申

請資料受理期限至 2025 年 12 月 27 日止。 
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